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ウェーハプロセス専門委員会2017年度

社名 氏名

1 東京エレクトロン（株） 早川 崇

2 （株）日立ハイテクノロジーズ 青木 英雄

3 （株）アドバンテスト 西名 繁樹

4 アプライドマテリアルズ 越澤 武仁

5 （株）アルバック 鄒 弘綱

（株）アルバック 木村 勲

6 （株）NGR 船橋 孝典

7 （株）荏原精確所 濱田 聡美

8 オルガノ（株） 二ツ木 高志

9 キヤノンアネルバ（株） 佐護 康実

キヤノンアネルバ（株） 松木 信雄

社名 氏名

10 芝浦メカトロニクス（株） 野中 幹男

11 （株）SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

荒木 浩之

12 東京計装（株） 木村 義雄

13 （株）ニコン 中村 信一

14 日新イオン機器（株） 鈴木 良守

15 日本エー・エス・エム（株） 小林 伸好

16 （株）ニューフレアテクノロジー 関根 孝條

17 （株）日立国際電気 国井 泰夫

18 （株）堀場エステック 藤井 哲雄

19 ラムリサーチ（株） 野尻 一男

20 リオン（株） 近藤 郁

2016年度 17社（21名） ⇒ 2017年度 20社 （22名）で各要素技術など詳細議論
新規委員交えて、議論内容活発化、事務局サポートありがとうございました。

新

新

新

SEAJ事務局 : 星野 栄一、後藤たまき



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan

活動テーマ：半導体装置技術の調査・研究

活動ゴールと活動領域

今回活動内容（詳細）、達成基準

活動期間と使用したリソース

活動成果

自己評価、課題

活動内容
• 2014~2015年度活動成果を元に、各社・各

要素技術の技術チャレンジの深堀を行い、
前後工程を通しての市場要求の理解

• 2年計画の最終年として、各技術深耕および

将来技術トレンドをまとめられる様に、委員
会活動内で議論

達成基準
• 2項目/委員会で

プレゼン実施
• ロードマップ作成、

技術トレンドの理解

ゴール ： 競争力アップ
領域 ： 半導体装置産業再興

「95/100点」
顧客視点から求められる“装置“技術として、X-Cut
会議にて欠陥・コンタミなどの議論を実施。従来の
枠を超えての充実した議論を進めた。

• 要素・コンポーネント技術発表を各委員・各社よ
り実施、詳細議論を重ね非ドメイン領域を理解

25/30点
• デバイス技術動向、必要技術の抽出だけではな

く、顧客の要求として装置安定稼働も議論必要
と考え、IRDS YEとX-Cut会議（欠陥等）の実施

50/50点
• 技術トレンド・ロードマップに関して議論・作成

20/20点

期間 ： 2017年6月～2018年4月（全6回）
リソース ： 20社のべ174時間、現金支出無し
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各要素技術のチャンレジ深堀

2016
年
度
に
実
施

2017
年
度
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半導体2030年のプロセス展望

出所：SPE各社HPおよび市場動向より予測・作成
Node* : Foundry Commercial Node

各要素技術の深堀り議論の後に
ロジックデバイス微細化技術動向を議論を開始
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DRAM

• 微細化限界は15nmまで

• Key Challenge要素技術は
– キャパシタ（過去、材料）

– パターニング（EUV）

• チップ積層（Memory Cube等）

3D NAND

• 積層限界 ~130層
– 加工限界

– 経済合理性

• 2階建て、3階建て
– 積層方法（アライメント）

– 周辺回路への負担、チップ面積大型化

• 多値化技術（MLC、QLC）
– 膜質・均一性、垂直形状

1~1.5年/技術ノードで微細化継続
エマージングメモリは既に少量量産は開始されており、アプリ探索（Rampのための）

18 17 16 15 15 64 96 128 192 256

半導体2030年のプロセス展望
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デバイスメーカ要求は生産性＝低コスト・高歩留まり
動き続ける装置、止まらない装置が我々の顧客要求

プロセス展望を知るだけで十分なのか？
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半導体微細化技術動向を継続確認・理解は重要なことであるが、
半導体製造装置・コンポーネントメーカに求められているものは違うのでは！？

半導体製造装置・コンポーネントメーカへの市場要求

必要条件であり、必要充分ではないのでは！？
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SDRJ YE ＆ ウェーハプロセス専門委員会でX-Cut会議実施
欠陥・コンタミ制御の今後の重要性を議論

市場要求を満たすためには

SDRJ YE：嵯峨様、富田様、白水様、横井様、（近藤委員）、（二ツ木委員）

• ウェーハでの確認が実際のところであるが、デバイス量産現場では材料、インライ
ンで確認・対処したい

• エッチング、インプラ工程での打ち込み汚染の問題顕在化
• 欠陥・汚染を観測する手法を自ら開発して、自身で解決して欲しい
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まとめ

• 参画会社増加、更なるエキスパートメンバを交えての議論活発化

• 2016~2017年、各要素技術のエキスパートによる講演を通じて、技術深堀実施。

• デバイス技術動向をロードマップ化、必要技術モジュールに関して議論

• 我々の顧客であるデバイスメーカ技術動向、ロードマップ把握では充分ではなく、

SDRJ YEメンバとの合同会議により、欠陥・汚染制御の重要性を議論・認識

• 事務局（星野様、後藤様）による多大なるご支援ありがとうございました。

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

委員会開催数 5回 6回 6回 6回

総時間 101h 124h 145h 174h

出席率 63.2% 64.6% 76.1％ 76.3%
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